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DESCRIPCION
Método y dispositivo de fijacion de posicidn de placa unitaria y maquina de laminacién
Campo técnico

La presente divulgacion se refiere al campo técnico de la preparacidn de rollo de gelatina, en particular, a un método,
dispositivo de fijacién de posicién de placa unitaria y maquina de laminacién (méaquina apiladora).

Antecedentes de la técnica

Un rollo de gelatina laminado, que consiste en una pieza de 4nodo, una pieza de catodo y dos piezas separadoras, se
produce por el método de plegado bajo presién y atmésfera térmica.

En el proceso de plegado de la laminacion compuesta, en el caso de compuesto térmico deficiente, las placas unitarias
pueden desplazarse respecto a los separadores. Es dificil detectar la ocurrencia del desplazamiento de las placas
unitarias dispuestas entre las dos capas de separadores, dando como resultado que es duro hacer ajuste a tiempo,
afectando, de este modo, a la precisién de laminacién y, en consecuencia, conduce a rollos de gelatina laminados
preparados no cualificados.

El documento CN 212 412 108 U divulga un dispositivo de composicién térmica de piezas polares de baterias y un
equipo de laminacién de baterias. El documento US 10 985 408 B2 divulga un aparato de fabricacidén para laminado
de electrodos. El documento CN 110 588 068 A divulga un equipo de fabricaciéon de bolsas de piezas de polos de
baterias de litio y un método de fabricacion de bolsas.

Sumario

El objetivo de la presente invencidn es proporcionar un método de fijacién de posicién de placa unitaria, que puede
impedir que las placas unitarias dispuestas entre dos capas de separadores se desplacen durante el proceso de
laminacién, garantizando la precisién de laminacién y aumentando la tasa de rendimiento del rollo de gelatina.

Otro objetivo de la presente divulgacién, sin embargo no de acuerdo con la invencién reivindicada, es proporcionar un
dispositivo de fijacién de posicién de placa unitaria capaz de impedir que las placas unitarias dispuestas entre dos
capas de separadores se desplacen durante el proceso de laminacién, garantizando la precisién de laminacién y
aumentando la tasa de rendimiento del rollo de gelatina.

La presente divulgacion proporciona una solucion técnica.

Un método para fijaciéon de posicién de placa unitaria incluye las etapas de:

obtener informacion de posicién periférica de placas unitarias ubicadas entre dos capas de separadores;

controlar un dispositivo de prensado en caliente para realizar prensado en caliente en las dos capas de separadores
de acuerdo con la informacién de posicién periférica, de modo que las dos capas de separadores se adhieran en
posiciones periféricas de las placas unitarias.

De acuerdo con la invencion, la etapa de obtener informacién de posicidn periférica de las placas unitarias entre las
dos capas de separadores incluye las etapas de:

obtener informacién de posicién de las placas unitarias durante su movimiento con las dos capas de separadores;

controlar un dispositivo de deteccién de acuerdo con la informacién de posicién de las placas unitarias, para detectar
las placas unitarias y recibir una sefial de deteccién enviada desde el dispositivo de deteccién;

procesar la sefial de deteccién para obtener la informacién de posicién periférica.

De acuerdo con la invencién, el dispositivo de deteccién es una camara CCD, la etapa de controlar un dispositivo de
deteccién de acuerdo con la informacién de posicién de las placas unitarias para detectar las placas unitarias y recibir
una sefial de deteccidén enviada desde el dispositivo de deteccién incluye:

comparar la informacién de posicién con una informacién de referencia predeterminada;

controlar, si se obtiene un primer resultado de comparacion, la camara CCD para fotografiar la laminacién compuesta
constituida por las placas unitarias y las dos capas de separadores; y

recibir una sefial de imagen desde la camara CCD.



10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 3015085 T3

En realizaciones opcionales, la etapa de controlar un dispositivo de prensado en caliente para realizar prensado en
caliente en las dos capas de separadores de acuerdo con la informacién de posicién periférica, de modo que las dos
capas de separadores se adhieran en posiciones periféricas de las placas unitarias incluye:

controlar el dispositivo de prensado en caliente de acuerdo con la informacidn de posicién periférica para prensar en
caliente secuencialmente, durante tiempo predeterminado, porciones de las dos capas de separadores
correspondientes a una pluralidad de bordes de las placas unitarias.

En realizaciones opcionales, las etapas de controlar un dispositivo de prensado en caliente para realizar prensado en
caliente en las dos capas de separadores de acuerdo con la informacién de posicién periférica, de modo que las dos
capas de separadores se adhieran en las posiciones periféricas de las placas unitarias incluye:

controlar el dispositivo de prensado en caliente de acuerdo con la informacidn de posicién periférica para prensar en
caliente simultdneamente, durante tiempo predeterminado, porciones de las dos capas de separadores
correspondientes a una pluralidad de bordes de las placas unitarias.

La presente divulgacion proporciona, ademas, un dispositivo de fijacién de posicién de placa unitaria, que incluye:

un médulo de obtencién, utilizado para obtener informacion de posicién periférica de placas unitarias ubicadas entre
dos capas de separadores; y

un médulo de control, utilizado para controlar un dispositivo de prensado en caliente de acuerdo con la informacion de
posicién periférica para realizar prensado en caliente en las dos capas de separadores, de modo que las dos capas
de separadores se adhieran en posiciones periféricas de las placas unitarias.

De acuerdo con la invencién, el médulo de obtencién incluye:

un submédulo de obtencién, utilizado para obtener informacién de posicién de las placas unitarias durante su
movimiento con las dos capas de separadores;

un submédulo de control, utilizado para controlar el dispositivo de deteccién de acuerdo con la informacién de posicién
para detectar las placas unitarias y para recibir la sefial de deteccién del dispositivo de deteccién; y

un submédulo de procesamiento, utilizado para procesar la sefial de deteccién para obtener la informacién de posicién
periférica.

De acuerdo con la invencién, el dispositivo de deteccién es una camara CCD y el submédulo de control incluye:

un submédulo de comparacién, utilizado para comparar la informacién de posicién con informacién de referencia
predeterminada;

un submédulo de control de fotografiado, utilizado para controlar, en el caso de obtener un primer resultado de
comparacién, la camara CCD para fotografiar la laminacién compuesta constituida por las placas unitarias y las dos
capas de separadores; y

un submaédulo de recepcidn, utilizado para recibir la sefial de imagen enviada desde la cdmara CCD.
La presente divulgacion proporciona, ademas, una méaquina de laminacién de acuerdo con la reivindicacién 4.

Comparado con la técnica anterior, el método de fijacién de posicién de placa unitaria proporcionado por la presente
divulgacidon controla el dispositivo de prensado en caliente para realizar prensado en caliente en las dos capas de
separadores, obteniendo la informacién de posicidn periférica de las placas unitarias ubicadas entre las dos capas de
separadores, de modo que las dos capas de separadores se adhieran en las posiciones periféricas de las placas
unitarias, formando un espacio cerrado a lo largo de las periferias de las placas unitarias para conseguir la fijacién de
las placas unitarias ubicadas entre las dos capas de separadores, evitando asi que las placas unitarias se desplacen
respecto a los separadores. Por tanto, los efectos ventajosos del método de fijacidén de posiciéon de placa unitaria
proporcionado por la presente divulgacién incluyen: poder impedir que las placas unitarias dispuestas entre las dos
capas de separadores se desplacen durante el proceso de laminacidén, garantizar la precision de laminacién y
aumentando la tasa de rendimiento de los rollos de gelatina.

Breve descripcion de los dibujos
Para ilustrar la solucién técnica de las realizaciones en la presente divulgacién, a continuacién, se presentaran

brevemente los dibujos que es necesario utilizar en las realizaciones. Cabe apreciar que los siguientes dibujos solo
muestran algunas ciertas realizaciones de esta solicitud y, de este modo, no deben considerarse limitativos en cuanto
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a alcance. Para un experto en la técnica, otros dibujos relacionados pueden obtenerse a partir de estos dibujos sin
esfuerzo inventivo.

La FIG. 1 es un diagrama de bloques estructural de una maquina de laminacién proporcionada por la primera
realizacién de la divulgacion;

la FIG. 2 es un diagrama de bloques de flujo de un método de fijacién de posicién de placa unitaria proporcionado por
la segunda realizacién de la divulgacion;

la FIG. 3 es un diagrama de bloques de flujo de las subetapas de la etapa S101 en la FIG. 2;
la FIG. 4 es un diagrama de bloques de flujo de las subetapas de la subetapa S1012 en la FIG. 3;

la FIG. 5 es un diagrama de bloques estructural del dispositivo de fijaciéon de posicién de placa unitaria proporcionado
por la tercera realizacidén de la divulgacién;

la FIG. 6 es un diagrama de bloques estructural del médulo de obtencién en la FIG. 5;
la FIG. 7 es un diagrama de bloques estructural del submédulo de control en la FIG. 6.

Signos de referencia: 100-maquina de laminacién; 110-cuerpo; 120-controlador; 130-dispositivo de deteccion; 140-
dispositivo de prensado en caliente; 150-sensor de posicién; 200-dispositivo de fijacién de posicién de placa unitaria;
210-mdédulo de obtencidn; 211-submédulo de obtencién; 212-submédulo de control; 212a-submédulo de comparacion;
212b-submddulo de control de fotografiado; 212c-submdédulo de recepcién; 213-submddulo de procesamiento; 220-
mddulo de control.

Descripcion detallada de las realizaciones

Para aclarar, ademas, los objetos, las soluciones técnicas y las ventajas de las realizaciones de la presente
divulgacién, soluciones técnicas en las realizaciones de la presente divulgacién se describirdn clara y completamente
a continuacién en combinacién con los dibujos en las realizaciones de esta divulgacion. Obviamente, las realizaciones
descritas son algunas realizaciones de la presente divulgacién y no todas ellas. Los componentes en las realizaciones
de la presente solicitud generalmente descritas e ilustradas en los dibujos que se acompafian en el presente
documento pueden disponerse y disefiarse en una variedad de configuraciones diferentes.

Por tanto, la siguiente descripcién detallada de las realizaciones de la presente divulgaciéon proporcionadas en los
dibujos no pretende limitar el alcance de la divulgacién reivindicada, sino que meramente indica realizaciones
seleccionadas de la presente divulgacién. Basandose en las realizaciones de la presente divulgacion, todas las demas
realizaciones obtenidas por un experto en la técnica sin trabajo creativo entran dentro del alcance de la presente
divulgacion.

Cabe sefialar que signos y letras de referencia similares indican elementos similares en los dibujos que se acompafian
a continuacién, de modo que una vez definido un elemento en un dibujo, no requiere definicion y explicacién
adicionales en dibujos posteriores.

Cabe entender que en la descripcién de la presente divulgacidn, una orientacidén o relacién posicional indicada por
términos tales como "superior”, "inferior", "interior", "exterior", "izquierda", "derecha", se basan en la orientacién o
relacién posicional mostrada en los dibujos o la orientacién o relacién posicional en la que el producto de la divulgacién
se coloca habitualmente en uso o la orientacién o relacién posicional como la entienden habitualmente los expertos
en la técnica, solo pretenden facilitar y simplificar la descripcién de la presente divulgaciéon, en lugar de indicar o dar a
entender que el dispositivo o elemento al que se hace referencia debe tener una orientacién particular, construirse y
operarse en una orientacién particular y, por tanto, no deben interpretarse como limitacién de la presente divulgacion.

Por otra parte, los términos tales como "primero", "segundo", etc. se utilizan meramente para la descripcién y no
pueden interpretarse como una indicacién o implicacién de importancia en la relatividad.

En la descripcién de la presente divulgacion, también cabe sefialar que, salvo que se especifique y limite expresamente
lo contrario, términos tales como "proporcionar' y "conectar’ deben entenderse en un sentido amplio, por ejemplo,
"conectar" puede ser una conexién fija, una conexién desprendible o una conexién integral; puede ser una conexién
mecénica o una conexién eléctrica; puede ser una conexidn directa o una conexién indirecta a través de un medio
intermedio 0 una comunicacién interna entre dos componentes. Para los expertos en la técnica, el significado
especifico de los términos anteriores en la presente divulgaciéon puede entenderse de acuerdo con las circunstancias
especificas.

Realizaciones de la presente divulgacidon se describen en detalle a continuacién en combinacidn con los dibujos.
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En la presente solicitud, la placa unitaria se refiere a un electrodo, una placa, una pieza, un catodo o un anodo.
Primera realizacidn

Con referencia a la FIG. 1, la FIG. 1 muestra un diagrama de bloques estructural de una maquina de laminacién 100
proporcionada por la presente realizacién. La maquina de laminacién 100 incluye un cuerpo 100, un controlador 120,
un dispositivo de deteccién 130, un dispositivo de prensado en caliente 140 y un sensor de posicién 150, en donde el
controlador 120, el dispositivo de deteccién 130, el dispositivo de prensado en caliente 140 y el sensor de posicidn
150 estan dispuestos en el cuerpo 110; el controlador 120 esta conectado eléctricamente al dispositivo de deteccidn
130, el dispositivo de prensado en caliente 140 y el sensor de posicién 150, respectivamente.

El sensor de posiciéon 150 se utiliza para detectar las posiciones de las placas unitarias durante su movimiento con las
dos capas de separadores y para enviar los resultados de deteccién al controlador 120, el controlador 120 se utiliza
para obtener la informacién de posicién de las placas unitarias de acuerdo con los resultados de deteccién del sensor
de posicién 150 y para controlar el dispositivo de deteccién 130 de acuerdo con la informacién de posicién para
detectar las placas unitarias y para obtener la informacidén de posicién periférica de las placas unitarias de acuerdo
con los resultados de deteccidn del dispositivo de deteccion 130.

En la presente realizacién, el dispositivo de deteccién 130 es una camara CCD, en donde el controlador 120 controla,
después de obtener la informacién de posicién de las placas unitarias, la camara CCD para fotografiar la laminacién
compuesta constituida por las placas unitarias y las dos capas de separadores y recibe la sefial de imagen enviada
desde la camara CCD. En otras realizaciones, también pueden utilizarse otros dispositivos, tales como un sensor,
como el dispositivo de deteccion 130.

Después de que el controlador 120 obtenga la informacién de posicién periférica de las placas unitarias, el controlador
120 también se utiliza para controlar de acuerdo con la informacién de posicion periférica el dispositivo de prensado
en caliente 140 para realizar prensado en caliente en las dos capas de separadores, de modo que las dos capas de
separadores se adhieran en las posiciones periféricas de las placas unitarias, formando una estancia de retencién
cerrada, que retiene las placas unitarias en su interior.

En la presente realizacién, la forma del extremo de prensado en caliente del dispositivo de prensado en caliente 140
es idéntica a la forma de las periferias de las placas unitarias. Después de obtener la informacién de posicién periférica
de las placas unitarias, el controlador 120 controla el dispositivo de prensado en caliente 140 para realizar prensado
en caliente en porciones de las dos capas de separadores correspondientes a las periferias de las placas unitarias
durante un tiempo predeterminado. En otras realizaciones, también puede utilizarse otro dispositivo de prensado en
caliente 140 con extremo recto de prensado en caliente y el controlador 120 controla tal dispositivo de prensado en
caliente 140 para prensar en caliente secuencialmente una pluralidad de bordes de los separadores correspondientes
a las periferias de las placas unitarias durante tiempo predeterminado.

La maquina de laminacién 100 proporcionada por la presente realizacién consigue la fijaciéon de posicién de las placas
unitarias e impide que las placas unitarias dispuestas entre las dos capas de separadores se desplacen durante el
proceso de laminacién, obteniendo la informacién de posicién periférica de las placas unitarias ubicadas entre las dos
capas de separadores y controlando el dispositivo de prensado en caliente 140 para realizar el prensado en caliente
en las porciones de las dos capas de separadores correspondientes a las periferias de las placas unitarias, para que
se adhieran, garantizar la precisién de laminacién y aumentando la tasa de rendimiento de los rollos de gelatina.

Segunda realizacién

Con referencia a la FIG. 2, la FIG. 2 muestra un diagrama de bloques de flujo del método de fijacién de posicién de
placa unitaria proporcionado por la presente realizacién, que se aplica a la maquina de laminacién 100 proporcionada
por la Primera realizacion.

El método de fijacién de posiciéon de placa unitaria proporcionado por la presente realizacién incluye:

Etapa S101, obtener informacién de posicién periférica de placas unitarias ubicadas entre dos capas de separadores.

Con referencia a la FIG. 3, la FIG. 3 muestra un diagrama de bloques de flujo de las subetapas de la etapa S101. La
etapa S101 puede incluir:

Subetapa S1011, obtener la informacién de posicién de las placas unitarias durante su movimiento con las dos capas
de separadores.

En la presente realizacién, un sensor de posicién 150 esta dispuesto en el recorrido de transporte de los separadores,
un controlador 120 estéd conectado eléctricamente al sensor de posiciéon 150, recibe continuamente los resultados de
deteccién del sensor de posicién 150 y obtiene informacidén de posicién de las placas unitarias de acuerdo con el
resultado de deteccién del sensor de posicién 150.
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Subetapa S1012, controlar un dispositivo de deteccién 130 de acuerdo con la informacién de posicién para detectar
las placas unitarias y recibir la sefial de deteccién enviada desde el dispositivo de deteccién 130.

Con referencia a la FIG. 4, la FIG. 4 muestra un diagrama de bloques de flujo de las subetapas de la subetapa S1012.
En la presente realizacién, el dispositivo de deteccién 130 es una camara CCD vy la subetapa S1012 incluye:

Subetapa S1012a, comparar la informacién de posicién con informacién de referencia predeterminada.

En el proceso de transporte de separador, cuando las placas unitarias pasan por el punto de deteccién del sensor de
posicién 150, la informacién de posicién obtenida por el controlador 120 se compara con la informacién de referencia
predeterminada para obtener el primer resultado de comparacién; cuando el hueco entre las dos placas unitarias pasa
por el punto de deteccion del sensor de posicién 150, la informacién de posicion obtenida por el controlador 120 se
compara con la informacion de referencia predeterminada para obtener el segundo resultado de comparacién.

Subetapa S1012b, si se obtiene el primer resultado de comparacién, la cdmara CCD se controla para fotografiar la
laminacién compuesta constituida por las placas unitarias y las dos capas de separadores.

Preestableciendo la posicién de la cdmara CCD, cuando se obtiene el primer resultado de comparacion, la placa
unitaria de caracterizacion llega justo al area de fotografiado de la camara CCD. En este momento, el controlador 120
controla la cdmara CCD para realizar el fotografiado.

Subetapa S1012c, recibir la sefial de imagen enviada desde la cdmara CCD.

La cdmara CCD obtiene la sefial de imagen después de fotografiado y transmite la sefial de imagen al controlador
120.

Continuando con la referencia a la FIG. 3, la etapa S101 también puede incluir:
Subetapa S1013, procesar la sefial de deteccién para obtener la informacién de posicién periférica.

Después de que el controlador 120 reciba la sefial de imagen, la sefial de imagen se analiza y procesa para obtener
la informacién de posicién periférica de la placa unitaria correspondiente.

Continuando con la referencia a la FIG. 2, el método de fijacién de posicién de placa unitaria puede incluir, ademas:

Etapa S102, controlar el dispositivo de prensado en caliente 140 de acuerdo con la informacién de posicién periférica
para realizar prensado en caliente en las dos capas de separadores, de modo que las dos capas de separadores se
adhieran en las posiciones periféricas de las placas unitarias.

En la presente realizacién, la forma del extremo de prensado en caliente del dispositivo de prensado en caliente 140
es idéntica a las formas de las periferias de las placas unitarias. Después de obtener la informacién de posicidn
periférica de las placas unitarias, el controlador 120 controla el dispositivo de prensado en caliente 140 para realizar
prensado en caliente en porciones de las dos capas de separadores correspondientes a las periferias de las placas
unitarias durante tiempo predeterminado.

En otras realizaciones, también puede utilizarse otro dispositivo de prensado en caliente 140 con extremo recto de
prensado en caliente y el controlador 120 controla tal dispositivo de prensado en caliente 140 para prensar en caliente
secuencialmente una pluralidad de bordes en las dos capas de separadores correspondientes a las periferias de las
placas unitarias durante un tiempo predeterminado, para conseguir el mismo efecto.

Como sumario, el método de fijacion de posicién de placa unitaria proporcionado por la presente realizacién consigue
la fijacion de posicién de las placas unitarias e impide que las placas unitarias dispuestas entre las dos capas de
separadores se desplacen durante el proceso de laminacién, obteniendo la informacion de posicidén periférica de las
placas unitarias ubicadas entre las dos capas de separadores y controlando el dispositivo de prensado en caliente 140
para realizar prensado en caliente en las porciones de las dos capas de separadores correspondientes a las periferias
de las placas unitarias, garantizar la precisién de laminacién y aumentando la tasa de rendimiento de los rollos de
gelatina.

Tercera realizacion

Para una mejor implementacién del método de fijacién de posicién de placa unitaria proporcionado por la segunda
realizacién, un dispositivo de fijacién de posicién de placa unitaria 200 es proporcionado por la presente realizacién.
Con referencia a la FIG. 5, la FIG. 5 muestra un diagrama de bloques de conexién del dispositivo de fijacién de posicién
de placa unitaria 200 proporcionado por la presente realizacién, el dispositivo de fijacion de posicién de placa unitaria
200 proporcionado por la presente realizacion incluye un médulo de obtencién 210 y un médulo de control 220.
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El médulo de obtencién 210 se utiliza para obtener informacién de posicidn periférica de las placas unitarias ubicadas
entre dos capas de separadores y el médulo de obtencién 210 se utiliza para implementar la etapa S101 del método
de fijacién de posicién de placa unitaria proporcionado por la Segunda realizacion.

El médulo de control 220 se utiliza para controlar de acuerdo con la informacion de posicién periférica un dispositivo
de prensado en caliente 140 para realizar prensado en caliente en las dos capas de separadores, de modo que las
dos capas de separadores se adhieran en las posiciones periféricas de las placas unitarias y el médulo de control 220
se utiliza para implementar la etapa S102 del método de fijacién de posicion de placa unitaria proporcionado por la
Segunda realizacién.

Con referencia a la FIG. 6, la FIG. 6 muestra un diagrama de bloques estructural del médulo de obtencién 210, el
médulo de obtencién incluye:

un submédulo de obtencidén 211, utilizado para obtener la informacidén de posicién de las placas unitarias durante su
movimiento con las dos capas de separadores, en donde el submédulo de obtencién 211 se utiliza para implementar
la subetapa S1011 del método de fijacién de posicién de placa unitaria proporcionado por la Segunda realizacién;

un submédulo de control 212, utilizado para controlar el dispositivo de deteccién 130 de acuerdo con la informacién
de posicién para detectar las placas unitarias y para recibir la sefial de deteccién enviada desde el dispositivo de
deteccién 130, en donde el submédulo de control 212 se utiliza para implementar la subetapa S1012 del método de
fijacién de posicién de placa unitaria proporcionado por la Segunda realizacién; y

un submédulo de procesamiento 213, utilizado para procesar la sefial de deteccién y obtener la informacién de posicién
periférica, en donde el submddulo de procesamiento 213 se utiliza para implementar la subetapa S1013 del método
de fijacién de posicién de placa unitaria proporcionado por la Segunda realizacion.

Con referencia a la FIG. 7, la FIG. 7 muestra un diagrama de bloques estructural del submédulo de control 212. En la
presente realizacion, el dispositivo de deteccién 130 es una camara CCD y el submédulo de control 212 incluye:

un submédulo de comparacién 212a, utilizado para comparar la informacién de posicién con informacién de referencia
predeterminada, en donde el submédulo de comparacién 212a se utiliza para implementar la subetapa S1012a del
método de fijacién de posiciéon de placa unitaria proporcionado por la Segunda realizacién;

un submédulo de control de fotografiado 212b, utilizado para controlar, en el caso de obtener el primer resultado de
comparacién, la camara CCD para fotografiar la laminacién compuesta constituida por las placas unitarias y las dos
capas de separadores, en donde el submédulo de control de fotografiado 212b se utiliza para implementar la subetapa
S1012b del método de fijacién de posicién de placa unitaria proporcionado por la Segunda realizacién; y

un submédulo de recepcidn 212c, utilizado para recibir la sefial de imagen enviada desde la cdmara CCD, en donde
el submédulo de recepcién 212¢ se utiliza para implementar la subetapa S1012¢ del método de fijacién de posicién
de placa unitaria proporcionado por la Segunda realizacion.

Por tanto, el dispositivo de fijaciéon de posicién de placa unitaria 200 proporcionado por la presente realizaciéon puede
implementar el método de fijacién de posicién de placa unitaria proporcionado por la Segunda realizacién, para lograr
la fijacion de posicidn de las placas unitarias e impedir que las placas unitarias dispuestas entre las dos capas de
separadores se desplacen durante el proceso de laminacién, que garantiza la precisién de laminacién y aumenta la
tasa de rendimiento de los rollos de gelatina.

Las anteriores son meramente realizaciones preferidas de la presente divulgacidén y no pretenden limitar la presente
divulgacion. Para los expertos en la técnica, la presente divulgaciéon puede tener diversos cambios y variaciones, en
donde el alcance de proteccién de la presente invencidn se define exclusivamente por las reivindicaciones adjuntas.
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REIVINDICACIONES
1. Un método de fijacién de posicidn de placa unitaria, que comprende las etapas de:
obtener informacion de posicidn periférica de placas unitarias ubicadas entre dos capas de separadores (S101); y

controlar un dispositivo de prensado en caliente de acuerdo con la informacién de posicién periférica para realizar
prensado en caliente en las dos capas de separadores, de modo que las dos capas de separadores se adhieran
en posiciones periféricas de las placas unitarias (S102),

en donde la etapa de obtener informacién de posicidn periférica de placas unitarias ubicadas entre dos capas de
separadores comprende las etapas de:

obtener informaciéon de posicion de las placas unitarias durante su movimiento con las dos capas de
separadores (S1011);

controlar un dispositivo de deteccién de acuerdo con la informacién de posicién para detectar las placas
unitarias y recibir una sefial de deteccidén enviada desde el dispositivo de deteccién (S1012); y

procesar la sefial de deteccién para obtener la informacién de posicién periférica (S1013);

en donde el dispositivo de deteccién es una camara CCD vy la etapa de controlar un dispositivo de deteccidén de
acuerdo con la informacién de posicién para detectar las placas unitarias y recibir una sefial de deteccién desde el
dispositivo de deteccién comprende:

comparar la informacion de posicién con informacién de referencia predeterminada (S1012a),

controlar, si se obtiene un primer resultado de comparacién, la camara CCD para fotografiar una laminacion
compuesta constituida por las placas unitarias y las dos capas de separadores (S1012b); y

recibir una sefial de imagen enviada desde la cdmara CCD (S1012c¢).

2. El método de fijacidn de posicidn de placa unitaria de acuerdo con la reivindicacién 1, en donde la etapa de controlar
un dispositivo de prensado en caliente para realizar prensado en caliente en las dos capas de separadores, de modo
que las dos capas de separadores se adhieran en posiciones periféricas de las placas unitarias comprende:

controlar el dispositivo de prensado en caliente de acuerdo con la informacién de posicién periférica para prensar
en caliente secuencialmente, durante tiempo predeterminado, porciones de las dos capas de separadores
correspondientes a una pluralidad de bordes de las placas unitarias.

3. El método de fijacién de posicidn de placa unitaria de acuerdo con la reivindicaciéon 1 o 2, en donde la etapa de
controlar un dispositivo de prensado en caliente para realizar prensado en caliente en las dos capas de separadores,
de modo que las dos capas de separadores se adhieran en las posiciones periféricas de las placas unitarias
comprende:

controlar el dispositivo de prensado en caliente de acuerdo con la informacién de posicién periférica para prensar
en caliente simultdneamente, durante tiempo predeterminado, porciones de las dos capas de separadores
correspondientes a una pluralidad de bordes de las placas unitarias.

4. Una méquina de laminacién (100), configurada para implementar el método de fijacién de posicién de placa unitaria
de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, que comprende un cuerpo (110), un controlador (120),
un dispositivo de deteccién (130), un dispositivo de prensado en caliente (140) y un sensor de posicién (150), en donde
el dispositivo de deteccién (130), el dispositivo de prensado en caliente (140) y el sensor de posicién (150) estén
dispuestos en el cuerpo (110); el controlador (120) esta conectado eléctricamente al dispositivo de deteccién (130), el
dispositivo de prensado en caliente (140) y el sensor de posicion (150), respectivamente; el sensor de posicién (150)
esta configurado para detectar posiciones de las placas unitarias durante su movimiento con las dos capas de
separadores, el controlador estd configurado para obtener informacién de posicién de acuerdo con resultados de
deteccién del sensor de posicién (150),

en donde el dispositivo de deteccién es una camara CCD y el controlador esta configurado, ademas, para comparar
la informacién de posicién con informacién de referencia predeterminada (S1012a), controlar, si se obtiene un
primer resultado de comparacion, la camara CCD para fotografiar una laminacién compuesta constituida por las
placas unitarias y las dos capas de separadores (S1012b) y obtener informacién de posicién periférica de placas
unitarias de acuerdo con una sefial de imagen enviada desde la cdmara CCD (S1012c);

en donde, el controlador esté configurado, ademas, para controlar el dispositivo de prensado en caliente (140) de
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acuerdo con la informacién de posicién periférica para realizar prensado en caliente en las dos capas de
separadores, de modo que las dos capas de separadores se adhieran en las posiciones periféricas de las placas
unitarias.
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